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摘 要 4 本文对多层陶瓷外壳电镀层起泡的成 因进行 了探讨和分析

解决起 泡应采取的措施
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在实际工作的基础上
,

提 出了
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前言

多层陶瓷外壳是由多层陶瓷金属化底座和金属零

件 1外引线框架
、

封结环
、

散热片等 : 采用银铜

焊料钎焊而成的
。

而金属化材料一般为钨 1Ξ : 或

钥 1Κ ( : 一 锰 1Κ ≅ :
,

外引线和封结环材料一般

为铁 1Σ< : 一镍 1! Φ : 一 钻 1% ? : 合金或铁 1Σ< : Ψ

镍 1! Φ: 合金材料
,

散热片材料一般为钨 1Ξ : Ψ

铜 1 % Λ : 或钥 1Κ ? : 一 铜 1 % Λ : 合金材料 在

多种材料上
,

要先镀镍再镀金
,

并要保证镀层的质

量符合产品标准的要求
,

这是有 一定难度的
。

在电

镀中一般常见的质量问题是镀层的起皮和起泡问题
,

本文探讨的是在电镀后在外观检验或高温老炼时出现

针尖小泡后
,

在电镀生产工艺中应该采取的措施
。

多层陶瓷外壳的电镀工艺一般均为先镀镍后镀

金
。

为 Ι 保证产品的键合
、

封盖
、

可焊性
、

抗潮

湿
、

抗盐雾等性能指标符合要求
,

外壳的镀镍通常

采用低应力氨基磺酸镍镀镍
,

镀金通常采用低硬度纯

金 1金纯度为 7 7
�

77 Ζ : 镀金
。

多层陶瓷外壳的电镀

工艺流程如下
4

等离子清洗。超声波清洗一焊料清洗一流动 自来

水清洗一电解去油一流动自来水清洗、酸洗
一

。去离子

水清洗一预镀镍[ 去离子水清洗、双脉冲镀镍一去离

子水清洗一预镀金一去离子水清洗一脉冲镀金一去离

子水清洗、热去离子水清洗。脱水烘干

采用这个工艺流程可以确保外壳电镀后镀液的残

余量尽可能地小
。

0 多层陶瓷外壳的电镀 「艺

6 电镀起泡的成因

在多层陶瓷外壳电镀生产过程中镀层起泡
,

主要
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是镀镍层起泡
,

在镀镍和镀金生产连续进行的情况下

一般是很少发生镀金层起泡的
。

镀镍层起泡的原因一般与前处理不良
、

前处理各

〔序间的清洗不够充分有关
5
其次

,

镀镍溶液中的

杂质过多也能引起起泡 5 第只
,

前处理溶液使用时

间过长
,

杂质过多
,

没有及时更换
,

非但没有达到

前处理的目的
,

反而沾污了产品从而引起起泡
。

多层陶瓷外壳镀镍层起泡根据分布部位与基体材

料的不同
,

一般分为金属化区域起泡
、

引线框架和

封接环起泡
、

焊料区域起泡和散热片起泡
,

由于基

体材料的不同
,

产生起泡的原因也不尽相同
。

6
�

2 金属化区域起泡

金属化区域起泡的原因是由于镀镍层内应力较

大
,

镍层与底金属的结合力不足以消除在高温老炼时

镍层中的热应力
,

使应力集中处出现起泡
。

一般地

说这种起泡
,

在采用光亮镀镍时
,

在陶瓷金属化区

最容易出现
。

在采用氨基磺酸镍镀暗镍时
,

其镀镍

层应力较小
,

一般不会出现这个问题
。

6 �0 引线框架和封接环起泡

引线框架和封接环起泡是由于其表面受到沾污
,

不清洁
,

正常电镀工艺中的前处理工艺不能去除这类

沾污物
,

或前处理工艺不正常
,

造成沾污物去除不

干净
,

使镀镍层与基体金属的结合力差
,

从而造成

起 泡
。

6� 6 焊料区域起泡

焊料区域起泡是由于前工序一
一钎焊工序在零件

装配及钎焊过程中工艺控制不严格
,

钎焊的零件不清

洁
,

或在钎焊过程中一部分石墨微粒 1% : 沾附在焊

料表面
,

电镀后在焊料区域有石墨微粒沾污的部位就

会产生起泡
。

6 �3 散热片起泡

钨
一

铜或钥
一

铜作为陶瓷外壳的散热片材料
,

在

电镀中很容易产生起皮或起泡的原因
,

是由于这两种

材料均属于难镀金属
,

因此
,

在带散热片陶瓷外壳

的电镀前
,

必须进行特殊的预处理
。

综 ∃所述
,

电镀起泡的成因主要有 4 由于前工

序造成的沽污引起的外壳表面不清洁
,

而电镀前处理

又未能将沾污物去除掉而产生起泡 5 在电镀前处理

时
,

各
∴

「几序的溶液
、

时间
、

温度控制不好或操作不

当都会使外壳表面的沾污物不能去除干净而引起起

泡 5 钎焊时外壳沾 )几的石墨微粒
,

指痕沾污等
,

用

常规的前处理 仁艺是很难处理干净的
,

从而产生起

泡 5 正镀镍溶液的杂质离子浓度随着被镀产品数量的

增加 而增加
,

使镀镍层的硬度增加
,

从而使镀镍层

的应力增加
,

引发起泡
。

因此
,

要解决外壳电镀镍起泡问题
,

必须从前

工序做起
,

同时
,

控制好前处理工艺和镀镍工艺
。

3 解决电镀层起泡的措施

3
�

2 严格工艺卫生

在陶瓷外壳生产过程中
,

必须对各道
∴

)4Ψ序的 Ι 艺

卫生作出严格规定
,

不允许用手直接接触产品
,

任何

时候
、

任何情况下都必须戴指套方能接触产品
。

在外壳钎焊前
,

必须对装配定位石墨舟及石墨零

件进行严格清洗
。

在加工装配定位石墨舟时
,

舟表面

的石墨微粒遗留较多
,

为了避免石墨微粒对产品的沾

污
,

必须对石墨舟进行严格清洗
5 其次

,

必须对装配

定位石墨舟及其零件进行退氢处理
,

以减少其加工过

程中石墨零件表面的其他污染物 5 第三
,

要定期对钎

焊炉进行清理
,

清除炉内的石墨微粒
,

防止炉内的石

墨微粒沾污到产品上去
。

在装配时必须保证金属零件的清洁
,

对所用的金

属零件和焊料进行严格清洗
,

装配时应戴指套进行装

酉己
。

3� 0 严格钎焊工艺

多层陶瓷外壳金属零件的钎焊
,

可以选择氮气保

护钎焊炉或氢气保护钎焊炉进行钎焊
,

但是
,

采用氮

气保护钎焊炉钎焊时
,

氮气的纯度必须大于等于

7 7
�

7 7 Ζ
。

在钎焊过程中
,

必须严格钎焊工艺
,

特别

是钎焊炉炉温不能过高
。

一般地说
,

在采用−Γ  0] % Λ0 9

焊料时
,

钎焊温度不能超过 7� ∀ ℃
,

时间不能超过 �

分钟
。

这是由于温度过高或时间过长后
,

焊料从固

态熔化成液态时
,

一方面会出现气化
,

造成焊料内部

出现蜂窝状组织
,

降低钎焊强度
5 另一方面石墨微粒

会侵入熔化的焊料
,

漂浮在焊料表面
,

在焊料冷却后

被焊料包裹一部分
,

另一部分浮在焊料面
∴

∃
,

在电镀

前处理时无法将其去除
,

从而在镀镍镀金后
,

有石墨

微粒的地方就会产生气泡
。

这种石墨微粒气泡
,

是常

规电镀前处理工艺无法解决的
。

我们曾试图采用氧等

离子清洗
,

希望将石墨微粒氧化掉
,

但是效果并不明

显
。

只能用严格钎焊工艺来解决这一问题
。

3� 6 严格前处理工艺

外壳电镀的前处理工艺与外壳被镀表面的清洁性

有着直接的关系
,

是解决电镀起泡的关键
。

因此
,

一个严格有效的前处理工艺是解决电镀起泡的根本保
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前面所述的前处理工艺
4

等离子清洗一超声波

清洗、焊料清洗⊥ 流动自来水清洗什电解去油。流动

自来水清洗。酸洗。去离子水清洗
,

是我们多年来一

直采用的成熟工艺
。

但是
,

成熟工艺也不是一成不变

的
,

必须根据产品和环境情况作适当调整

例如
,

当冬天室温下降至 (℃时
,

酸洗溶液应适

当加温或适当延长酸处理时间以提高酸处理效果
,

否

则
,

将很难去除金属表面的氧化层
。

又如
,

当钎焊过

程中产品 上石墨微粒沾污严重时
,

可在等离子清洗前

增加一道锯末抛光工艺
,

以去除石墨微粒沾污
。

总之
,

要根据产品和环境情况适当对前处理工艺作出调整
,

以确保产品被镀表面的清洁性
。

在前处理过程中
,

还必须注意根据已镀产品的数

量
,

及时更换碱溶液和酸溶液
,

否则不但不能达到

前处理的效果
,

反而会使被镀表面沾上杂质
。

3� 3 优化镀镍工艺

优化镀镍工艺也是解决镀镍起泡的措施之一
,

在

采用低应力氨基磺酸盐镀镍时
,

可在正镀镍之前增加

一道预镀镍工艺
,

这对解决金属化区域起泡有好处
。

3� � 加强对镀镍溶液的维护

为了保证外壳的镀层质量
,

必须加强对镀镍溶液

的维护
,

要定期分析和调整溶液的各项参数
,

使其

在
一

「艺规定的范围内 5 其次
,

要根据已镀产品的数

量
,

对溶液进行活性碳处理
,

以除去溶液 内的有机

杂质 5 第共
,

要根据产品质量情况和已镀产品数量
,

对溶液进行小电流处理
,

以除去溶液内的杂质金属离

子
,

以保证镀镍层的纯度
,

降低镀镍层的应力
,

减

少起泡的可能性
。

3� 8 镀镍和镀金生产应连续进行

外壳的镀镍和镀金生产应连续进行
,

以减少镀金

层起泡的发生
。

当出现停电或设备故障时
,

一旦镀

镍和镀金生产不能连续进行时
,

应将产品浸放在去离

子水中
,

当故障排除后
,

应用酸溶液对产品进行酸

洗
,

再用去离子水漂洗干净后
,

立即进行下道 仁序

生产
。

3�  带散热片陶瓷外壳的钨 一 铜或钥 一 铜散热片预处

理问题

带散热片的陶瓷外壳在钎焊前应对散热片先进行

预处理
,

必须先镀上一层镍
,

再进行钎焊
,

以减少起

泡的可能性
�

� 讨论

在多层陶瓷外壳的电镀生产过程中
,

当镀镍和镀

金连续生产时
�

一般是由于被镀表面不清洁而造成镀

镍层起泡 5 其次
,

当镀镍溶液 中杂质离子浓度过高

时也会引发镀镍层起泡
。

因此
,

要解决镀镍层起泡

问题
,

必须采取下述措施
4

=
�

严格工艺卫生
,

减少对外壳被镀表面的污染 5

Υ
�

严格外壳金属零件钎焊工艺
,

减少石墨微粒对

外壳表面的沾污
5

Ν
�

严格前处理工艺
,

确保外壳被镀表面的清洁

性 5

Α
�

加强对镀镍溶液的维护
,

确保镀镍溶液各项参

数在工艺范围内
,

减少溶液内有机杂质和杂质金属离

子的含量
,

保证镀镍层的纯度
,

减少镀镍层内应力
〔一,
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